
芯联集成电路制造股份有限公司

关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的

半年度评估报告

2025 年上半年，公司依托并强化“一站式芯片系统代工”模式，精准对接

重点客户的战略需求；同时，不断加大研发投入，持续推出具有稀缺性的工艺技

术平台，构筑技术领先性；升级精细化管控体系与优化战略性资源配置，全面提

升经营质量；强化股东权益保护机制，构建长期资本增值路径，转化企业成长动

能；将股权激励深度融入公司成长规划，实现风险共担、价值共创，为可持续发

展奠定坚实基础；全面启动并推进“提质增效重回报”专项行动，各项举措落地

见效。

一、强化芯片系统代工商业模式，打造特色代工优势

2025 年上半年，公司在晶圆代工模式的基础上，不断汲取市场需求的变化，

强化“一站式芯片系统代工”的经营模式，构建了覆盖多个关键技术平台的产品

矩阵，精准服务于高速增长的应用市场。

报告期内，公司实现主营收入 34.57 亿元，同比增长 24.93%；归母净利润

-1.70 亿元，同比减亏 63.82%，其中二季度归母净利润 0.12 亿元，首次实现单

季度转正；毛利率 3.54%，较上年同期增加 7.79 个百分点；息税折旧摊销前利

润（EBITDA）11.01 亿元，息税折旧摊销前利润率 31.51%。

2025 年下半年，公司将立足于现有的核心芯片与模组的技术水平与一站式

芯片系统代工模式，继续深耕芯片和模组代工领域。同时，深化与合作伙伴的战

略协同，加强与核心战略供应商的合作关系，通过协同降本提效、共享新产品研

发机遇与价值，来巩固成本竞争优势，从而提升市场竞争力并增强公司的可持续

发展能力。

二、强化技术研发与成果转化能力，构建协同创新体系

2025 年上半年，公司确立了功率、MEMS、BCD、MCU 四大主要技术方向，在

新能源汽车，风光储，电网和水利工程、数据中心等新基建项目，高端消费领域

所需要的产品上，持续研发先进的工艺及技术。同时，公司坚持走核心技术自主

研发的道路，以追求极致产品性能为目标。以高研发投入驱动技术储备及技术转



化，持续激发创新动能，形成覆盖全产业链的知识产权护城河。

报告期内公司研发投入为 9.64 亿元，占营业收入的 27.59%。本期新增申请

专利 119 项，新增获得专利 52 项。截至报告期末，公司累计申请专利等 1,144

项，获得专利等 468 项。

在研发成果转化上，车载应用方面，功率器件领域相关产品关键指标均处于

国际先进水平，大范围获得国内外主流车厂和 Tier1 的定点；车载模拟 IC 已推

出多个国内领先、全球先进的技术平台，填补国内空白，获得重要客户定点。工

控应用方面，率先推出引领行业方向的新一代芯片及模块，并陆续与主要客户开

展合作。高端消费方面，公司部分产品已经占据市场和技术领先位置；提前布局

第三代半导体在家电领域应用，为客户定制能效升级应对方案；通过持续技术升

级和产品迭代，公司产品市场占有率大幅提升。AI 方面，部分产品已进入量产；

发布了芯片制造平台，获得关键客户的产品导入。

2025 年下半年，公司将继续通过聚焦核心目标、优化研发管理体系、强化

关键节点管控、提升研发效率，在产品技术的研发与创新上投入核心资源，推出

新技术与新产品，驱动公司技术进步和产品迭代升级。

三、通过并购重组加速优势资源整合，深化产业协同与生态共建

2025 年上半年，为推动公司产业整合，集中优势资源重点支持碳化硅等新

兴业务发展，对硅基业务进一步管控整合，发挥协同和规模效应，强化公司的核

心竞争力。报告期内，公司发行股份及支付现金购买资产事项已获批准，将加速

推动公司深度整合的进程，也将助力公司快速崛起。

2025 年下半年，公司将深入分析新能源汽车、光伏储能等不同行业碳化硅

产品的具体需求，确保产品开发与市场需求的精准对接；公司将加大资源投入，

积极推动产品在目标客户的量产导入，扩大市场份额；与客户共同开发完整解决

方案，探索碳化硅产品在智能电网等新兴或高潜力领域的应用可能性，寻找新的

增长点，突破传统市场边界；建立基于信任、互利共赢的长期战略合作伙伴关系，

通过共同研发、技术交流等方式，实现深度绑定；与供应商建立紧密的协同机制，

提升供应链的韧性和抗风险能力。公司将进一步聚焦于市场应用的突破性拓展、

供应链韧性与竞争力的深化以及产业生态的协同共建三个关键维度，巩固竞争优

势，为公司下一阶段的高速发展奠定坚实基础。



四、股权激励深化人才战略，强化市值管理夯实高质量发展根基

2025 年上半年，公司根据审议结果，向符合预留授予条件的 354 名激励对

象授予 2,291.60 万股第二类限制性股票。激励对象主要为公司中高层管理人员、

核心技术（业务）骨干等。公司股权激励计划的积极进展，是公司人才战略和长

期激励体系成功运行的有力证明。不仅有效保留和激励了核心骨干力量，增强了

团队的凝聚力和战斗力，也为公司未来的持续创新和高质量发展奠定了坚实的人

才基础，将为公司带来积极的人才效应和经营成果。

报告期内，公司董事会审议通过了《芯联集成电路制造股份有限公司市值管

理制度》，切实强化公司市值管理工作，提升公司投资价值，增强投资者回报，

维护公司及投资者的合法权益。

2025 年下半年公司将根据市场情况，在必要的情况下，适时采取相关措施，

以提振市场信心，维护股价稳定。在达到分红条件后，结合公司未分配利润情况，

在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提

下，制定相应的分红方案，以实质回报投资者。

五、积极拥抱 AI 工具，开启公司智能未来

伴随 AI 浪潮对企业生产经营、客户服务、内部管理及战略决策等各个方面

的渗透，公司积极拥抱 AI，将其融入战略核心，构建起基于 AI 的核心竞争力。

2025 年上半年，公司已搭建内部 AI 大模型，从技术能力提升、数据安全、

成本控制等多方面战略价值进行深度挖掘，提高公司的长期、可持续的竞争优势。

在辅助芯片设计服务和工艺开发方面，公司利用 AI 技术提升实验效率，以更高

效率实现更高功率的工艺平台研发、实现成本下降；在质检方面，AI 辅助工厂

实现自动化缺陷检测，大幅降低人力成本；在办公和协同效率方面，公司通过

AI 搭建知识库和智能体，实现任务和流程自动化；在生产方面，公司利用 AI 辅

助数据分析，提升生产过程中问题分析效率及工艺优化能力。

2025 年下半年，公司将全面推动 AI 技术与核心业务的深度融合，基于 AI

相关技术，重构研发、生产、服务全链路智能化体系，驱动供应链优化，提升服

务效率，赋能产品创新，贡献营收和服务增量，并加速公司在四大应用方向的垂

直渗透。

六、其他事宜



公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披

露义务。公司将聚焦高价值产业链，专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力

和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实

履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本

市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成

公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2025 年 8 月 1 日


